
MT18SD-H-T5

・ MicroThin　は18μmのキャリア銅箔が付いている極薄銅箔です。

MicroThin is ultra thin foil with 18μm carrier foil.

・ コアレス基板工法に適しています。

Suitable for core-less process

　・半導体パッケージ基板

/Semiconductor Package

　・コアレス基板

/Core-less substrate

　・日本 / Japan

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
   This is representative date, not guarantee.
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